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Abstract (en)
[origin: WO8606573A1] A circuit panel assembly for use in interconnecting electrical components (20, 21) has circuitry in the form of electrical
traces (14) defined on a substrate (11). A layer of anisotropically conductive adhesive (24) surface mounts the components (20, 21) to the circuitry.
Circuit panel assemblies having single (11) or multiple substrate (111, 111a, 111b, 111c) layers can be employed. The substrates can be rigid,
such as metal, or can be flexible films, and a flexible dielectric coating (111a, 111b, 111c) deposited over the circuitry on one substrate layer can
form the substrate for the next layer of circuitry. The anisotropic adhesive layer (24) is deposited over an entire component connecting area (15) to
mechanically secure the components (20, 21) to a substrate (11), but the adhesive (24) is electrically conductive only normal to the layer so that
laterally adjacent component leads are not shorted. A method for fabricating a continuous strip of flexible single and multilayer (310, 334) panel
assemblies is also disclosed.

Abstract (fr)
Un panneau de circuit destiné a étre utilisé pour interconnecter des composants électriques (20, 21) présente des circuits sous la forme de tracés
électriques (14) définis sur un substrat (11). Une couche d'adhésif conducteur anisotrope (24) assure le montage en surface des composants (20,
21) sur les circuits. Des panneaux de circuit possédant des couches de substrat simple (11) ou multiple (111, 111a, 111b, 111c) peuvent étre
utilisés. Les substrats peuvent étre rigides, tels que du métal, ou peuvent étre des films flexibles, et un revétement diélectrique flexible (111a, 111b,
111c) déposé sur les circuits d'une couche de substrat peut former le substrat de la couche suivante de circuits. La couche adhésive anisotrope (24)
est déposée sur la totalité d'une zone de connexion (15) de composants de maniére a assurer la fixation mécanique des composants (20, 21) sur un
substrat (11), mais I'adhésif (24) n'est électriquement conducteur que dans un sens perpendiculaire a la couche de maniére a ne pas provoquer de
court-circuits entre les conducteurs de composants latéralement adjacents. Est également décrit un procédé de fabrication d'une bande continue de
panneaux flexibles simples et multicouches (310, 334).
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